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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面に配線パターンを有するコア基板の少なくとも片面に３層構造のビルドアップ層を
有する多層フレキシブルプリント配線板において、
　前記ビルドアップ層の外層側から1層目の第1導電層には、チップサイズパッケージを実
装する実装パッドを有し、
　前記ビルドアップ層の外層側から２層目の第２導電層には、少なくとも前記チップサイ
ズパッケージを搭載する領域の直下にグランド層を有し、
　前記ビルドアップ層の外層側から３層目の第３導電層には、前記実装パッドから、第２
導電層のグランド層をスキップするスキップビアホールを介して導通された、信号回路を
引き回すための配線パターンを有し、
　前記スキップビアホールが有底のブラインドビアホールであって、該ブラインドビアホ
ールの底が第1導電層の前記実装パッドの裏面に接しているとともに、前記ビルドアップ
層と前記コア基板とを導通するビアホールを前記スキップビアホールとは別に有し、
　前記ビルドアップ層と一体化した可撓性ケーブル部を有する
　ことを特徴とする多層フレキシブルプリント配線板。
【請求項２】
　請求項１記載の多層フレキシブルプリント配線板において、
　前記可撓性ケーブル部が、前記ビルドアップ層の第２導電層または第３導電層のみの単
層ケーブルで構成されることを特徴とする、多層フレキシブルプリント配線板。
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【請求項３】
　請求項１または２記載の多層フレキシブルプリント配線板において、
　前記ビルドアップ層が前記コア基板の両面に折り曲げた状態で積層されてなり、前記ビ
ルドアップ層間を接続する可撓性ケーブル部を有することを特徴とする、多層フレキシブ
ルプリント配線板。
【請求項４】
　両面に配線パターンを有するコア基板の少なくとも片面に３層構造のビルドアップ層を
有する多層フレキシブルプリント配線板の製造方法において、
　　a) 両面型の可撓性配線基材の一方の面における導通用孔の形成部位にレーザ加工用
の開口を形成し、他方の面にグランド層及び導通用孔の形成部位の開口を含む配線パター
ンを形成する工程
　　b) 前記可撓性配線基材の配線パターンを形成した面と片面型の可撓性配線基材の可
撓性絶縁ベース材側の面とを接着材を介して貼り合せ、３層構造の配線基材を形成する工
程
　　c) 前記３層構造の配線基材の外層側から３層目の導電層となる第３導電層の導通用
孔の形成部位の開口に対してレーザ加工を行い、外層側から１層目の導電層となる第1導
電層まで達する有底の導通用孔を形成する工程
　　d) 前記導通用孔に対して導電化処理を行い、電解めっきによりブラインドビアホー
ルを形成する工程
　　e) 前記第３導電層に配線パターンを形成する工程
　　f) 前記第３導電層の配線パターン上にカバーレイを形成する工程
　　g) 前記ビルドアップ層のカバーレイを形成した側を別途製作したコア基板側へ向け
、前記コア基板に接着材を介し、積層する工程
　　h) 前記積層配線基材に対し、前記第1導電層の導通用孔形成部位から、コア基板まで
達する導通用孔を形成する工程
　　i) 前記導通用孔に対し、導電化処理を行い電解めっきによりビアホールを形成する
工程
　をそなえたことを特徴とする多層フレキシブルプリント配線板の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の多層フレキシブルプリント配線板の製造方法において、
　前記e)工程が、
　前記第３導電層に配線パターンを形成するとともに、前記第1導電層に導通用孔形成部
位にレーザ加工用の開口を形成する工程を含み、
　前記h)工程が、
　前記積層配線基材に対し、前記第1導電層の導通用孔形成部位のレーザ加工用の開口を
マスクとして、コア基板まで達する導通用孔をレーザ加工により形成する工程
　であることを特徴とする多層フレキシブルプリント配線板の製造方法。
【請求項６】
　請求項４記載の多層フレキシブルプリント配線板の製造方法において、
　前記h)工程が、
　前記積層配線基材に対し、前記第1導電層の導通用孔形成部位に、コア基板を含み全層
を貫通する導通用孔をドリル加工により形成する工程
　であることを特徴とする多層フレキシブルプリント配線板の製造方法。
【請求項７】
　請求項４ないし６の何れかに記載の多層フレキシブルプリント配線板の製造方法におい
て、
　前記g)工程が、
　前記ビルドアップ層のカバーレイを形成した側を別途製作したコア基板側へ向け、折り
曲げた状態で、コア基板の両面に接着材を介して積層する工程
　であることを特徴とする多層フレキシブルプリント配線板の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層フレキシブルプリント配線板およびその製造方法に関し、特に可撓性ケ
ーブル部を有するビルドアップ型多層フレキシブルプリント配線板およびその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器、特に携帯電話の高機能化はめざましく、それに伴い多層フレキシブル
プリント配線板に実装される部品もチップサイズパッケージ（Chip-Size Package，Chip-
Scale Packageとも呼ばれ、以下、ＣＳＰと称する。）に置き換わり、高機能かつ高密度
にパッケージングし、基板サイズを大きくすることなく高機能を付加しようという流れが
ある。
【０００３】
　このＣＳＰのパッドピッチも、当初は0.8mmピッチであったものが、近年では0.4mmピッ
チ以下の狭ピッチなものの要求も出始めている。中でも10パッド×10パッド以上のパッド
数の、ＣＳＰのパッドがフルグリッドで配置されている狭ピッチＣＳＰを搭載することは
、従来の多層フレキシブルプリント配線板では非常に困難であった。
【０００４】
　ここで、多層フレキシブルプリント配線板に狭ピッチＣＳＰを搭載する上での必須要件
を見ると、以下のようなものがある。
（１）ＣＳＰ実装パッドに貫通孔がないこと
　実装に必要な半田が流れないようにするためである。
（２）導通部の高密度配置が可能なこと
　狭ピッチＣＳＰ実装パッドから下の配線層に直接接続するため、要求される最小ピッチ
としては搭載するＣＳＰのパッドピッチと同じピッチが必要となる。
（３）微細配線形成能力
　外層、内層を問わず、100パッド以上の多くのパッドからの配線引き回しが必要なため
である。また、ＣＳＰ実装パッド間に引き回せる配線の本数が、搭載可能なＣＳＰのスペ
ックを決める重要なファクターである。特に、ＣＳＰ搭載に際しては、ＣＳＰ実装パッド
の存在する外層の配線より下の内層の配線の微細化が有効である。
（４）ＣＳＰ実装パッドの平坦性
　ＣＳＰを多層フレキシブルプリント配線板上にフェースダウンでフリップチップ実装す
る際に、ＣＳＰ側のパッド上の半田ボールの高さで、ＣＳＰ実装パッドの凹凸を吸収する
必要があるためである。多層フレキシブルプリント配線板においては、各層の導体層の厚
みによる段差を接着材等で充填し、平坦性を確保する必要がある。
【０００５】
　このような要求を満足するフレキシブルプリント配線板として、特許文献１に記載の６
層構造の多層フレキシブルプリント配線板がある。そして、携帯電話やデジタルビデオカ
メラ等のメイン基板においては、６層構造では配線層の層数が不足し、８層構造の基板が
用いられることが多くなっている。
【０００６】
　８層構造の基板を用いる他の理由としては、基板の第１導電層に部品を実装し、第２導
電層にグランド層を配置し、第３導電層で信号線の引き回しを行う場合があるからである
。信号線の引き回しは、ＣＳＰのピン間に通せる配線の本数で決まるため、ＣＳＰ搭載ラ
ンドの直下に配したビアホールで下層の信号線に接続する構造が最も高密度化に適してい
る。
【０００７】
　さらに、信号線のある配線層のランド間に多くの本数の信号線を通すことで、高密度Ｃ
ＳＰに対応できる。このため、上述のランド径をできるだけ小さくし、信号線を微細に形
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成する必要がある。
【０００８】
　図５は、従来の６層構造の多層フレキシブルプリント配線板の構造を示したものである
。この配線板は、ビルドアップ層を１層ずつ設けた８層構造である。
【０００９】
　この配線板を製造するには、まず図５に示すようにポリイミド等の可撓性絶縁ベース材
の両面に銅箔を有する両面銅張積層板を出発材料とした両面フレキシブルプリント配線板
１０１を用意する。
【００１０】
　次いで、両面フレキシブルプリント配線板１０１へのビルドアップ層とする両面フレキ
シブル配線基材１０２を用意し、その内層側にカバーレイ１０３を形成する。接着材１０
４を介し、内層側にカバーレイ１０３を施した両面フレキシブル配線基材１０２と両面フ
レキシブルプリント配線板１０１とを貼り合せ、６層の配線基材１０５とする。
【００１１】
　次に６層の配線基材１０５に対し、レーザ加工等の手法で導通用孔を形成し、ビアホー
ルめっきを行うことで、層間導通を得る。さらに１層ずつビルドアップを行うため、ビア
ホールめっきにビアフィルめっきを選択したことで、６層の配線基材１０５のビア上にビ
ルドアップ層のビアを重ねて形成する、所謂、スタックビア構造とすることが可能である
。
【００１２】
　６層の配線基材１０５上に、接着材１０６を介して片面フレキシブルプリント配線板１
０７を貼り合せることによりビルドアップする。その後、レーザ加工等の手法で導通用孔
を形成し、ビアホールめっきを行い、外層のパターンを形成することで８層構造の多層フ
レキシブルプリント配線板１０８を得る。
【特許文献１】特開２００７－１２８９７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上述の６層構造の多層フレキシブルプリント配線板に、ビルドアップ層
を１層ずつ設けた８層構造の多層フレキシブルプリント配線板を用いた場合には、ビルド
アップ層を積層する際の位置精度、コア基板となる６層構造の多層フレキシブルプリント
配線板を作製する際の基板寸法伸縮により、ランド径を小さくすることができず、ＣＳＰ
のピン間に配線を通すための制限となっている。
【００１４】
　さらに、６層構造の多層フレキシブルプリント配線板に１層ビルドアップするためには
、コア基板のビアホールをビアフィルめっき等で穴埋めするか、ビアホールを充填可能な
厚い積層接着材を用いるかする必要がある。
【００１５】
　このため、ビルドアップ層の層間接続信頼性の確保が困難になったり、積層接着材が厚
いことから、硬化する際の基板寸法伸縮量が大きかったりする、という問題も生じ、８層
構造でも好適に高密度ＣＳＰを搭載可能な多層フレキシブルプリント配線板を製造するこ
とは困難である。
【００１６】
　本発明は、上述の点を考慮してなされたもので、狭ピッチな高密度ＣＳＰを搭載可能な
多層フレキシブルプリント配線板、およびこの配線板を安価に安定的に製造する方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的達成のため、本願では、次の各発明を提供する。
【００１８】
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　第１の発明によれば、
　両面に配線パターンを有するコア基板の少なくとも片面に３層構造のビルドアップ層を
有する多層フレキシブルプリント配線板において、
　前記ビルドアップ層の外層側から１層目の第１導電層には、チップサイズパッケージを
実装する実装パッドを有し、
　前記ビルドアップ層の外層側から２層目の第２導電層には、少なくとも前記チップサイ
ズパッケージを搭載する領域の直下にグランド層を有し、
　前記ビルドアップ層の外層側から３層目の第３導電層には、前記実装パッドから、第２
導電層のグランド層をスキップするスキップビアホールを介して導通された、信号回路を
引き回すための配線パターンを有し、
　前記スキップビアホールが有底のブラインドビアホールであって、該ブラインドビアホ
ールの底が第１導電層の前記実装パッドの裏面に接しているとともに、前記ビルドアップ
層と前記コア基板とを導通するビアホールを前記スキップビアホールとは別に有し、
　前記ビルドアップ層と一体化した可撓性ケーブル部を有することを特徴とする。　
　ことを特徴とする。
【００１９】
　また、第２の発明によれば、
　両面に配線パターンを有するコア基板の少なくとも片面に３層構造のビルドアップ層を
有する多層フレキシブルプリント配線板の製造方法において、
a) 両面型の可撓性配線基材の一方の面における導通用孔の形成部位にレーザ加工用の開
口を形成し、他方の面にグランド層及び導通用孔の形成部位の開口を含む配線パターンを
形成する工程
b) 前記可撓性配線基材の配線パターンを形成した面と片面型の可撓性配線基材の可撓性
絶縁ベース材側の面とを接着材を介して貼り合せ、３層構造の配線基材を形成する工程
c) 前記３層構造の配線基材の外層側から３層目の導電層となる第３導電層の導通用孔の
形成部位の開口に対してレーザ加工を行い、外層側から１層目の導電層となる第１導電層
まで達する有底の導通用孔を形成する工程
d) 前記導通用孔に対して導電化処理を行い、電解めっきによりブラインドビアホールを
形成する工程
e) 前記第３導電層に配線パターンを形成する工程
f) 前記第３導電層の配線パターン上にカバーレイを形成する工程
g) 前記ビルドアップ層のカバーレイを形成した側を別途製作したコア基板側へ向け、前
記コア基板に接着材を介し、積層する工程
h) 前記積層配線基材に対し、前記第１導電層の導通用孔形成部位から、コア基板まで達
する導通用孔を形成する工程
i) 前記導通用孔に対し、導電化処理を行い電解めっきによりビアホールを形成する工程
　をそなえたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　これらの特徴により、本発明は次のような効果を奏する。
【００２１】
　本発明による多層フレキシブルプリント配線板は、第１導電層（ＣＳＰ実装層）と第３
導電層（信号層）とを位置合わせしていることから、第３導電層のランドを小径化でき、
しかも第２導電層にはグランド層を配置することで電気特性を向上させることができる。
ＣＳＰ実装面はビアホールの底側となるため、平坦性が確保され、ビアホールの凹みの影
響を受けることなく、好適にＣＳＰ実装が可能である。
【００２２】
　また、この場合、ケーブルが第３導電層に配置可能であることから、最短距離で部品実
装部を接続することができる。信号線が第２導電層にある場合には、ケーブルを第２導電
層に配置することにも対応できる。さらに、両面のビルドアップ層を、コア基板を挟んで
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直接接続することにより、ビアホールやスルーホールを減らすこともできる。この結果、
狭ピッチな高密度ＣＳＰを搭載可能な多層フレキシブルプリント配線板を安価かつ安定的
に製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００２４】
　図１Aないし図１Dは、本発明に係る製造方法を示す工程図である。この工程により、ケ
ーブル部を有する８層構造の多層フレキシブルプリント配線板の製造方法を示す。
【００２５】
　先ず、図１A(1)に示すように、両面銅張積層板４に対し、内層側の銅箔２のレーザ加工
時のコンフォーマルマスク２aおよび回路パターン２bを形成する。両面銅張積層板４とし
ては、例えばポリイミド等の可撓性絶縁ベース材１（ここでは、厚さ12.5μmのポリイミ
ド）の両面に、厚さ12μmの銅箔２および３を有するものを用いる。
【００２６】
　コンフォーマルマスク２ａおよび回路パターン２ｂは、銅箔２をフォトファブリケーシ
ョン手法のエッチングすることによって形成する。また、外層側となる銅箔３には、レー
ザ加工時のコンフォーマルマスク３aを形成する。併せて、後の第３導電層との位置合せ
マーク等を形成しておいてもよい。この工程により、配線基材５を得る。
【００２７】
　次に図１A(2)に示すように、ポリイミド等の可撓性絶縁ベース材６（ここでは、厚さ12
.5μmのポリイミド）の片面に厚さ12μmの銅箔７を有する、所謂、片面銅張積層板８に、
必要に応じて位置合せ用のガイド等を型抜きし、配線基材５を積層するための接着材９を
予め型抜きして位置合せを行う。接着材９を介し、両面の配線基材５と片面の配線基材を
ロールラミネータや平板プレス、真空プレス等を用いて積層する。ここまでの工程で、３
層の多層配線基材を得る。
【００２８】
　続いて、図１A(3)に示すように、コンフォーマルマスク７aを用いてレーザ加工を行い
、導通用孔１０を形成する。レーザ加工法に用いるレーザとしては、炭酸ガスレーザやＹ
ＡＧレーザ等の赤外レーザのほか、エキシマレーザやＵＶ－ＹＡＧレーザ等の紫外レーザ
も選択可能である。
【００２９】
　各導通用孔の径は、以下のように設定した。まず導通用孔１０は、可撓性絶縁ベース材
１および６に、この実施例１のように12.5μm厚のポリイミドを用いた場合、直径50μmで
も製造可能で、信頼性を確保するための必要めっき厚が10μm程度であることから、ここ
では直径50μmとした。
【００３０】
　この後、図１A(4)に示すように、導通用孔１０を有する３層の多層配線基材に10μm程
度の電解めっきを行って層間導通をとり、スキップビアホール１１とした。ここでは、導
通用孔以外にめっきを付けない、所謂、ボタンめっき手法を採用した。
【００３１】
　次に図１A(5)に示すように、この３層の多層配線基材の外層側と内層側、すなわち、第
１導電層７と第３導電層３に対し、両面の回路パターン７ｂ，３ｃを形成する。第１導電
層７にはレーザ加工時のコンフォーマルマスク７aを、第３導電層３にはレーザ加工時の
コンフォーマルマスク３bおよび回路パターン３cをフォトファブリケーション手法による
エッチング手法により形成する。ここまでの工程で、３層のパターンを形成した配線基材
１２を得る。
【００３２】
　この時の両面の位置合せは、ベタの材料に対して行うため、材料の伸縮等に影響されず
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、高い位置精度を容易に確保できる。必要に応じて、高精度な位置合せが可能な露光機を
用いることも可能である。
【００３３】
　第１導電層７は部品実装面で、第２導電層２は主にグランド層となる、ほぼベタの配線
層であり、第３導電層３は信号線として機能することを想定しているので、第１導電層７
と第３導電層３との位置合せ精度がビアホールの受けランドの大きさ等に直結することか
ら、高密度回路の形成においては重要である。
【００３４】
　ここでは、多ピンＣＳＰ等の高密度部品を搭載する箇所の実装部を、上述のスキップビ
アホール１１のビア底側とすることを想定しており、実装面（第１導電層）はビアホール
の凹みがなく、第３導電層３の信号線への直接接続が可能である。
【００３５】
　また、第３導電層３の回路パターンにはめっきを付けていないことから、屈曲ケーブル
としても機能させることが可能である。一方、第２導電層２と第１導電層７、第３導電層
３の位置精度は、上述の第１導電層７と第３導電層３との位置合せほど重要ではなく、ビ
アホールの逃げやグランド用の径の大きな受けランドを形成できればよい。
【００３６】
　無論、第１導電層７と第２導電層２との位置合せを重視する場合においては、それに合
せて各層同士を位置合わせすればよい。
【００３７】
　次いで、図１B(6)に示すように、例えば12μm厚のポリイミドフィルム１３の上に、厚
さ25μmのアクリル・エポキシ等の接着材１４を有する、所謂、カバーレイ１５を用意す
る。
【００３８】
　３層のパターンを形成した配線基材１２の第３導電層３側に、カバーレイ１５を、真空
プレス、真空ラミネータ等で貼り付ける。これにより、スキップビアホール１１の内側も
完全に接着材１４が充填されるため、吸湿した状態でのリフロー工程においても膨れ等が
発生することはない。ここまでの工程で、カバーレイ付きのビルドアップ層１６を得る。
【００３９】
　ここで、図１A(1)から図１B(6)までの一連の工程は、全てロールトゥロールで連続的に
流動可能であることから、自動化・少人化が可能で安価に生産可能である。
【００４０】
　図１B(7)は、スキップビアホール１１周辺を、実寸法比率にて示した拡大横断面図であ
り、実際のビアホールの大きさとカバーレイ１５等の厚さとを対比できる。これにより、
25μm厚のカバーレイ接着材１４により、コンフォーマルマスク径50μmのスキップビアホ
ール１１に10μm厚のめっきを付けた孔の内部が充填可能であることが分かる。
【００４１】
　図１B(8)は、両面銅張積層板の反対面に積層される、カバーレイ付きのもう一つのビル
ドアップ層１６bの構造を示している。
【００４２】
　そして図１B(9)は、２つのビルドアップ層１６，１６ｂの間に挟まれるべき両面銅張積
層板、すなわちコア基板２１の構造を示している。この図１B(9)に示すように、両面銅張
積層板に対し、導通用孔１８をNCドリル等で形成すると共に、導通用孔１８に対し、導電
化処理とそれに続く電解めっき処理により層間導電路を形成する。
【００４３】
　両面銅張積層板は、ポリイミド等の可撓性絶縁ベース材１７（ここでは、厚さ25μmの
ポリイミド）の両面に厚さ8μmの銅箔を有するものである。電解めっき処理では、10μm
程度の電解めっき皮膜を形成する。ここまでの工程で、貫通型の導通部であるスルーホー
ル１８が形成される。
【００４４】
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　さらに、両面の回路パターンをフォトファブリケーション手法により形成するためのレ
ジスト層の形成、露光、現像、エッチング、レジスト層剥離等の一連の工程によって、回
路パターン１９および２０を形成する。ここまでの工程で、両面型のコア基板２１を得る
。
【００４５】
　次に図１C(10)に示すように、カバーレイ付きのビルドアップ層１６および１６bを両面
コア基板２１にビルドアップするための接着材２２を予め型抜きして位置合せを行う。
【００４６】
　そして、接着材２０を介してカバーレイ付きのビルドアップ層と両面コア基板２１とを
真空プレス等で積層する。ここまでの工程で、多層配線基材２３を得る。接着材２２とし
ては、ローフロータイプのプリプレグやボンディングシート等の流れ出しの少ないものが
好ましい。接着材２２の厚さは、15μm程度のものが選択できる。
【００４７】
　続いて図１C(11)に示すように、コンフォーマルマスク２a,３a,７aを用いて、レーザ加
工を行い、４層を接続するための４種類の導通用孔２４,２５を形成する。レーザ加工に
は、UV-YAGレーザ、炭酸レーザ、エキシマレーザ等を選択して使用することができる。
【００４８】
　各導通用孔の径は、以下のように設定した。導通用孔２４,２５は、集積度および層間
接続信頼性の問題があるが、この実施例１では、導体層８層のうち、２層目から７層目ま
では導体層厚みが10μm程度に薄くできるため、充填に必要な接着材９や接着材１４、接
着材２２の厚みも薄くできる。
【００４９】
　このことから、比較的薄いめっき厚でも信頼性を確保できる。めっき厚15～20μm程度
で信頼性が確保できる穴径としては、導通用孔２４では下穴径100μm、上穴径は下穴との
位置合せを考慮して、下穴径に100μmを加えた200μmとし、導通用孔２５では穴径100μm
とした。さらに、電解めっきにて層間接続をとるためのデスミア処理、導電化処理を行う
。
【００５０】
　なお、レーザ加工には、上記のようにコンフォーマルマスクを用いた加工以外にも、予
めレーザのビーム径よりも大きく銅マスクをオフセットさせてレーザ加工を行う、ラージ
ウインドウ法も適用可能である。無論、銅箔と樹脂とを、直接レーザ光で貫通させるダイ
レクトレーザ法も適用可能である
　さらに、上記コンフォーマルマスクを用いた加工と、ラージウインドウ法、ダイレクト
レーザ法とを組み合わせてもよい。なお、ダイレクトレーザ法を用いる場合、この実施例
１のように、銅箔の厚さは20μm以下であることが好ましい。
【００５１】
　続いて、図１D(12)に示すように、導通用孔２４,２５を有する多層配線基材２６に15～
20μm程度の電解めっきを行って層間導通をとる。ここまでの工程、すなわち１回のレー
ザ加工およびめっき工程で、導通用孔２４より得られたステップビアホール２７（第１導
電層７’、第２導電層２’、第３導電層３’および第４導電層２０’を相互に接続）、導
通用孔２５より得られたスキップビアホール２８（第１導電層７と第４導電層１９とを接
続）を形成可能で、外層から内層までの全ての層間導通をとることが可能である。
【００５２】
　ここまでの工程で、層間導通の完了した多層配線基材２９を得る。また、挿し部品等の
実装用の貫通穴が必要な場合には、導通用孔形成の際にNCドリル等で貫通孔を形成し、上
記ビアホールめっきの際にスルーホールを同時に形成することも可能である。
【００５３】
　次いで、図１D(13)に示すように、外層のパターン３０を通常のフォトファブリケーシ
ョン手法により形成する。この際、ビルドアップ層１６や１６bの内層側に位置するカバ
ーフィルム１３上に析出しためっき層があれば、これも除去される。
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【００５４】
　この後、必要に応じて、基板表面に半田めっき、ニッケルめっき、金めっき等の表面処
理を施し、フォトソルダーレジスト層の形成、ケーブルの外層側へのシールド層を銀ペー
スト、フィルム等を用いて形成し外形加工を行うことで、外層にケーブル部３１を有する
８層構造の多層フレキシブルプリント配線板３２を得る。
【００５５】
　図２は、チップサイズパッケージ３３をスキップビアホール１１のビア底側の実装パッ
ド３４上に実装した状態を示す縦断面図である。この図２は、チップサイズパッケージを
実装した８層構造の多層フレキシブルプリント配線板３２を略実寸法の比率で示したもの
であり、一般的なチップサイズパッケージ厚みである1mm程度に対し、８層フレキシブル
プリント配線板３２の厚みは0.3mm程度である。これから、８層フレキシブルプリント配
線板３２の薄さが分かる。
【実施例２】
【００５６】
　図３は、本発明の第２の実施例の構造を示した断面図である。この図３に示すように、
ビルドアップ層１６bを作製する際の一部抜きの箇所を変更することで、外層のケーブル
部を第２導電層の回路３５に単層で形成することが可能である。これにより、外層に単層
ケーブルを有する８層フレキシブルプリント配線板３７を得る。
【００５７】
　このようなケーブル構造とすることで、携帯電話のヒンジ部等の屈曲性を要求される部
位へ好適に適用できる。また、図３のように貫通スルーホール３８を組み合わせることで
、全層を直接接続することも可能である。
【実施例３】
【００５８】
　図４は、本発明の第３の実施例の構造を示した断面図である。この図４に示すように、
ビルドアップ層の一部を残し、折り曲げた状態で積層することで、第３導電層３の回路３
９を反対面の第３導電層３’へ直接接続することもでき、第１導電層７に実装した部品の
信号層となる第３導電層３の信号を効率的に反対面の第３導電層３’（反対面の信号層）
へ接続可能である。
【００５９】
　また、４層を接続する層間接続として、ビアホール４０（第１導電層７とコア基板２１
とを接続）、ステップビアホール４１（第１導電層７’、第３導電層３’およびコア基板
２１を相互に接続）、ステップビアホール２７（第１導電層７’、第２導電層２’、第３
導電層３’およびコア基板２１を相互に接続）、スキップビアホール２８（第１導電層７
とコア基板２１とを接続）を形成可能で、外層から内層までの全ての層間導通をとること
が可能である。
【００６０】
　本発明による８層構造の多層フレキシブルプリント配線板は、第１導電層７，７’（Ｃ
ＳＰ実装層）と第３導電層３，３’（信号層）とを位置合わせしていることから、第３導
電層３，３’のランドを小径化でき、第２導電層２，２’にはグランド層を配置して電気
特性を向上させることができる。
【００６１】
　また、この場合、ケーブルが第３導電層３，３’に配置可能であることから、最短距離
で部品実装部を接続することができる。信号線が第２導電層２，２’にある場合には、ケ
ーブルを第２導電層２，２’に配置することにも対応できる。第１導電層７，７’（ＣＳ
Ｐ実装層）と第３導電層３，３’（信号層）とを接続するビアが狭ピッチに配置可能であ
ることが必要であるが、スキップビア２８（第１導電層７と第３導電層３とを接続）は70
μmと小径であるため、ピッチ0.3mm以下に配置可能である。
【００６２】
　これらのことから、狭ピッチな高密度ＣＳＰを搭載可能な８層構造の多層フレキシブル
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プリント配線板を、コスト高なビアフィルめっきやその他の穴埋め工程を経ることなく、
製造することが可能である。また、その他の要件についても、ＣＳＰ実装パッドに貫通孔
がなく、ＣＳＰ実装可能な平坦性も十分確保している。
【００６３】
　さらに、３層構造のビルドアップ層を、コア基板とは別にカバーレイを形成する工程ま
でロールトゥロールで連続的に流動可能であることから、自動化・少人化が可能で安価に
生産可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の多層フレキシブルプリント配線板の製造工程を示す概念的断面工程図。
【図２】本発明の一実施例を示すＣＳＰを実装した８層構造の多層フレキシブルプリント
配線板の断面構成図。
【図３】本発明の別の実施例を示す概念的断面構成図。
【図４】本発明の別の実施例を示す概念的断面構成図。
【図５】従来工法による多層フレキシブルプリント配線板の概念的断面構成図。
【符号の説明】
【００６５】
　１　可撓性絶縁ベース材
　２　銅箔
　２a　コンフォーマルマスク
　２b　回路パターン
　３　銅箔
　３a，３b　コンフォーマルマスク
　３c　回路パターン
　４　両面銅張積層板
　５　配線基材
　６　可撓性絶縁ベース材
　７　銅箔
　７a　コンフォーマルマスク
　８　片面銅張積層板
　９　接着材
１０　導通用孔
１１　スキップビアホール
１２　配線基材
１３　ポリイミドフィルム
１４　接着材
１５　カバーレイ
１６，１６ｂ　ビルドアップ層
１７　可撓性絶縁ベース材
１８　スルーホール
１９，２１　回路パターン
２１　両面コア基板
２２　接着材
２３　多層配線基材
２４，２５　導通用孔
２６　導通用孔を有する多層配線基材
２７　ステップビアホール（第１導電層と第２導電層と第３導電層とコア基板を接続）
２８　スキップビアホール（第１導電層とコア基板を接続）
２９　層間導通の完了した多層配線基材
３０　外層のパターン
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３１　ケーブル部
３２　ケーブル部を有する８層フレキシブルプリント配線板
３３　チップサイズパッケージ
３４　実装パッド
３５　第２導電層のケーブル部
３６　第３導電層のケーブル部
３７　外層に単層ケーブルを有する８層構造の多層フレキシブルプリント配線板
３８　貫通スルーホール
３９　第３導電層の回路（反対側の第３導電層へ直接接続）
４０　ビアホール（第１導電層とコア基板を接続）
４１　ステップビアホール（第１導電層と第３導電層とコア基板を接続）
１０１　両面フレキシブルプリント配線板
１０２　両面フレキシブル配線基材
１０３　カバーレイ
１０４　接着材
１０５　６層の配線基材
１０６　接着材
１０７　片面フレキシブルプリント配線板
１０８　８層構造の多層フレキシブルプリント配線

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】
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